
制冷 加热陶瓷覆铜散热基板

产品名称 制冷 加热陶瓷覆铜散热基板

公司名称 淄博市临淄银河高技术开发有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 淄博市临淄区临淄大道432号

联系电话 0533-7216217 15153347421

产品详情

dbc技术的优越性 ：实现金属和陶瓷键合的方法有多种，在工业上广泛应用的有效合金化方法是厚膜法
及钼锰法。厚膜法是将贵重金属的细粒通过压接在一起而组成，再由熔融的玻璃粘附到陶瓷上，因此厚
膜的导电性能比金属铜差。钼锰法虽使金属层具有相对高的电导，但金属层的厚度往往很薄，小于25μ
m，这就限制了大功率模块组件的耐浪涌能力。因此必须有一种金属陶瓷键合的新方法来提高金属层的
导电性能和承受大电流的能力，减小金属层与陶瓷间的接触热阻，且工艺不复杂。铜与陶瓷直接键合技
术解决了以上问题，并为电力电子器件的发展开创了新趋势。 

1、 dbc应用

◇ 大功率电力半导体模块；半导体致冷器、电子加热器；功率控制电路，功率混合电路；

◇ 智能功率组件；高频开关电源，固态继电器；

◇ 汽车电子，航天航空及军用电子组件；

◇ 太阳能电池板组件；电讯专用交换机，接收系统；激光等工业电子。 

2、dbc特点

□ 机械应力强，形状稳定；高强度、高导热率、高绝缘性；结合力强，防腐蚀；

□ 极好的热循环性能，循环次数达5万次，可靠性高；

□ 与pcb板或ims基片一样可刻蚀出各种图形的结构；无污染、无公害；

□ 使用温度宽-55℃～850℃；热膨胀系数接近硅，简化功率模块的生产工艺。

 



 

3、使用dbc优越性

○ dcb的热膨胀系数接近硅芯片，可节省过渡层mo片，省工、节材、降低成本；

○ 减少焊层，降低热阻，减少空洞，提高成品率；

○ 在相同载流量下 0.3mm厚的铜箔线宽仅为普通印刷电路板的10％；

○ 优良的导热性，使芯片的封装非常紧凑，从而使功率密度大大提高，改善系统和装置的可靠性；

○ 超薄型0.25mmdcb板可替代beo，无环保毒性问题；

○ 载流量大，100a电流连续通过1mm宽0.3mm厚铜体，温升约17℃；100a电流连续通过2mm宽0.3mm厚
铜体，温升仅5℃左右；

○ 热阻低，10×10mmdcb板的热阻：

0.63mm厚度陶瓷基片dcb的热阻为0.31k/w 

0.38mm厚度陶瓷基片dcb的热阻为0.19k/w

0.25mm厚度陶瓷基片dcb的热阻为0.14k/w

○ 绝缘耐压高，保障人身安全和设备的防护能力；

○ 可以实现新的封装和组装方法，使产品高度集成，体积缩小。 
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